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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Erzeugen einer polymeren Beschichtung auf der
papierseitigen und/oder maschinenseitigen Ober- oder
Unterseite einer Papiermaschinenbespannung, bei dem
die zu beschichtende Ober- oder Unterseite einer
Beschichtungsbehandlung unterzogen wird, wobei die zu
beschichtende Ober- oder Unterseite nur teilweise mit der
polymeren Beschichtung versehen wird, indem selektierte
Stellen der Ober- oder Unterseite einer Behandlung mit
einem ein Precursormaterial enthaltenden Plasma unter-
zogen werden wodurch sich die Beschichtung nur an den
selektierten Stellen der Ober- oder Unterseite ausbildet.
Die Erfindung betrifft ferner eine mit dem erfindungsgema-
Ben Verfahren hergestellte Papiermaschinenbespannung
sowie eine Vorrichtung, mit der das erfindungsgemalie
Verfahren durchgefiihrt werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Be-
schichtung der Ober- oder Unterseite einer Papier-
maschinenbespannung, eine oberflachenbeschich-
tete Papiermaschinenbespannung sowie eine Vor-
richtung zum Beschichten der Ober- oder Unterseite
einer Papiermaschinenbespannung.

[0002] Papiermaschinenbespannungen bestehen
hauptsachlich aus Polyester, wie bspw. Formiersiebe
oder Trockensiebe, oder Polyamiden, wie bspw.
Pressfilze. Transferbelts bestehen Ublicherweise aus
einer bspw. als Gewebe ausgebildeten lastaufneh-
menden Struktur, die in eine glatte elastomere Be-
schichtung eingebettet ist.

[0003] Die Oberflacheneigenschaften der heute be-
kannten Papiermaschinenbespannungen sind hier-
bei stark abhangig von den fiir die Bespannung ver-
wendeten Materialien. Um die Pick-Up und Release
Eigenschaften von Papiermaschinenbespannungen
gezielt beeinflussen zu kdnnen, wurden Papierma-
schinenbespannungen in der Vergangenheit oftmals
im Bereich der papierseitigen Oberflaiche aus einem
bzgl. der Oberflachenenergie optimierten Material
hergestellt. Solche Materialien haben aber bspw. bz-
gl. mechanischer Festigkeit, Verarbeitbarkeit und Di-
mensionsstabilitat Nachteile. Da bei diesen Lésun-
gen zumindest ein Teil der Bespannung aus solchen
Materialien besteht, mussten in der Vergangenheit
bei verbesserten Release oder Pick up Eigenschaf-
ten Nachteile bzgl. Dimensionsstabilitdt oder dgl. in
Kauf genommen werden.

[0004] In der Vergangenheit wurde ferner vorge-
schlagen, die papierseitige Oberflache von Papier-
maschinenbespannungen vollflachig mit einer Be-
schichtung zu versehen. In der WO 2006/113046 A1
ist bspw. ein solches Verfahren gezeigt, bei dem die
papierseitige Oberflache einer Bespannung vollfla-
chig mit einer millimeterdicken Beschichtung mittels
thermischem Spriihens aufgebracht wird.

[0005] Die WO 2004/061207 A1 schlagt des Weite-
ren vor, an Fadenkreuzungsstellen eines Gewebes
Silikontropfen mittels eines Siebdruckverfahrens auf-
zubringen.

[0006] Die oben genannten Beschichtungen haben
zum Einen eine relativ grofle Dicke im Bereich von
0,2 bis mehreren Millimetern und beeinflussen daher
andere Eigenschaften der Bespannung wie bspw.
Permeabilitat oder dgl. negativ und/oder sind nicht
bestandig mit der Bespannung verbunden, so dass
diese oftmals nach kurzer Betriebszeit der Bespan-
nung von deren Oberflache wieder abgetragen sind.

[0007] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung ein Verfahren zur Beschichtung einer Bespan-
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nung sowie eine Bespannung vorzuschlagen, bei
dem bzw. der die oben genannten Nachteile zumin-
dest weitestgehend unterbunden sind. Ferner ist es
die Aufgabe der Erfindung eine Vorrichtung zur
Durchfiihrung des erfindungsgemalen Verfahrens
vorzuschlagen.

[0008] Nach einem ersten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe gel6st durch ein Verfahren zum Her-
stellen einer Papiermaschinenbespannung umfas-
send die folgenden Schritte:
a) Bereitstellen einer Grundstruktur mit einer Ob-
er- und einer Unterseite und
b) Behandlung der Ober- oder Unterseite mit ei-
nem ein Precursormaterial enthaltenden Plasma
derart, dass auf der behandelten Seite in folge der
Behandlung ein Beschichtungsmuster entsteht,
welches aus mit einer polymeren Beschichtung
beschichteten Stellen sowie aus nicht mit der po-
lymeren Beschichtung beschichteten Stellen ge-
bildet ist, wobei die polymere Beschichtung durch
Vernetzen des Precursormaterials gebildet ist und
chemisch an das diese Seite der Grundstruktur
bildende Material gebunden ist.

[0009] Durch das erfindungsgemalfie Verfahren wird
also eine Papiermaschinenbespannung bereitge-
stellt, die aus einer Grundstruktur gebildet ist, deren
Unter- und/oder Oberseite zumindest ein Beschich-
tungsmuster umfasst.

[0010] Erfindungsgemal wird zumindest eine Seite
der Bespannung zumindest einmal derart mit einem
ein Precursormaterial enthaltenden Plasma behan-
delt, dass auf dieser Seite ein Beschichtungsmuster
entsteht, welches aus mit der polymeren Beschich-
tung beschichteten und unbeschichteten Stellen be-
steht.

[0011] Somit wird bei der Behandlung mit dem Plas-
ma nur auf einem Teil der zu behandelnden Seite der
Bespannung eine polymere Beschichtung erzeugt,
namlich an den Stellen der Seite an denen das ein
Precursormaterial enthaltende Plasma auf die Seite
der Bespannung einwirkt. Die restlichen Stellen die-
ser Seite, d. h. die Stellen der Seite die nicht mit dem
das Precursormaterial enthaltenden Plasma behan-
delt werden, werden nicht mit der polymeren Be-
schichtung beschichtet.

[0012] Die beschichteten und unbeschichteten Stel-
len sind hierbei in Maschinenrichtung (MD) und in
Maschinenrichtung (CMD) der Bespannung betrach-
tet verteilt auf der Flache der Bespannung angeord-
net.

[0013] Unter einer Papiermaschinenbespannung
sind vorliegend zumindest alle Bespannungen zu
verstehen, die in einer Papier-, Karton- oder Tissue-
maschine verwendet werden kdénnen. Demzufolge
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kann die Papiermaschinenbespannung bspw. ein
Formiersieb, ein Pressfilz, ein impermeables Pro-
zessband, wie bspw. ein Transferband, oder ein Tro-
ckensieb sein.

[0014] Durch die Verwendung eines ein Precursor-
material umfassenden Plasmas wird eine polymere
Beschichtung auf der Ober- oder Unterseite der Be-
spannung bereitgestellt, die durch eine chemische
Reaktion des Precursormaterials auf der Ober- oder
Unterseite der Grundstruktur erzeugt wird und die
chemisch und daher besonders innig und fest mit
dem Material der Ober- oder Unterseite der Grund-
struktur verbunden ist. Erfindungsgemaf wird daher
eine besonders stabile und haltbare Beschichtung
der Papier- oder Maschinenseite der Bespannung
geschaffen.

[0015] Da die Ober- oder Unterseite der Grund-
struktur in folge des Behandlungsschritts nur teilwei-
se mit der polymeren Beschichtung beschichtet ist,
kénnen die Eigenschaften der Oberseite oder der Un-
terseite der Bespannung gezielt lokal angepasst wer-
den um bspw. verbesserte Release- und/oder Pick
Up Eigenschaften zu realisieren.

[0016] Durch die Wahl des verwendeten Precursor-
materials und das Verhaltnis von beschichteten und
unbeschichteten Stellen auf der Ober- oder Untersei-
te der Grundstruktur der Bespannung kann, wenn es
sich bspw. bei der Oberseite um die Papierseite han-
delt, das Pick-Up und Release Verhalten der Bespan-
nung optimal eingestellt werden, wobei durch die er-
findungsgeméale Bereitstellung eines Plasmabe-
schichtungsprozesses die grundlegenden ,Volumen”
Eigenschaften der Grundstruktur der Bespannung
nicht negativ beeinflusst werden.

[0017] Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil-
dungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen
angegeben.

[0018] Es ist denkbar, dass auf der behandelten
Seite eine polymere Beschichtung erzeugt wird, die
gegenlber dem die Seite der Grundstruktur bilden-
den Material andere physikalische, wie bspw. mecha-
nische Eigenschaften hat. Denkbar ist in diesem Zu-
sammenhang, dass die polymere Beschichtung
bspw. eine andere Oberflachenenergie oder eine an-
dere Abriebbestandigkeit hat als das Material der
Seite der Grundstruktur, die der Plasmabehandlung
ausgesetzt wird.

[0019] Ferner ist es mdglich, dass das Beschich-
tungsmuster nur auf der Oberseite der Grundstruktur
oder nur auf der Unterseite der Grundstruktur erzeugt
wird. Es ist aber auch méglich, dass auf der Obersei-
te und auf der Unterseite der Grundstruktur jeweils
ein Beschichtungsmuster erzeugt wird.
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[0020] Bei der Vernetzung des Precursormaterials
und Ausbildung der polymeren Beschichtung ist es
denkbar, dass das Precursormaterial untereinander
und/oder mit dem Material vernetzt, durch das die der
Plasmabehandlung ausgesetzte Seite der Grund-
struktur gebildet ist.

[0021] Das Precursormaterial ist bevorzugt durch
Precursormolekule gebildet. Als Precursormolekule
sind bspw. flissige oder gasférmige organische Ver-
bindungen aus Kohlenstoff und Wasserstoff und min-
destens einem der Elemente N, O, F, Si, P, CL oder S
denkbar. Die Precursormolekiile sind bevorzugt Sila-
ne, Siloxane, Perfluorcarbone, Olefine, Acrylate, Al-
kane, Amine, Epoxide, organische Polyole oder cyc-
lische organische Verbindungen. Als Precursoren
kénnen auch Mischungen der oben genannten Ver-
bindungen oder Substanzen eingesetzt werden.

[0022] Demzufolge sehen Ausgestaltungen der Er-
findung vor, dass das bei der Plasmabehandlung ver-
wendete Precursormaterial Precursormolekile einer
Art umfasst oder dadurch gebildet ist. Bspw. kann
das Precurdormaterial aus Siloxanmolekilen gebil-
det sein. Ferner ist es denkbar, dass das bei der Be-
schichtung verwendete Precursormaterial eine Mi-
schung von verschiedenen Arten von Precursormole-
kilen umfasst oder durch diese Mischung gebildet
ist. In diesem Fall kann das Precursormaterial bspw.
eine Mischung aus Siloxanmolekilen und Olefinmo-
lekdlen sein.

[0023] Die polymere Beschichtung besteht hierbei
im ersten Fall aus einem vernetzten Polymer und im
zweiten Fall aus einem vernetzten Copolymer, wobei
das Copolymer aus Monomeren aufgebaut ist.

[0024] Durch die Erfindung ist es mdglich, beson-
ders diinne Schichtdicken der Beschichtung zu reali-
sieren. Denkbar ist in diesem Zusammenhang, dass
die polymere Beschichtung eine Schichtdicke von
kleiner als 30 pm, insbesondere kleiner als 15 pm
hat. Sehr gute Ergebnisse werden erzielt, wenn die
Dicke der polymeren Beschichtung im Bereich von
ca. 50 nm und ca. 10 um liegt.

[0025] Denkbar ist ferner, dass die beschichteten
Stellen zueinander vereinzelt auf der Ober- oder Un-
terseite der Grundstruktur der Bespannung angeord-
net sind. Mit anderen Worten sind in Maschinenrich-
tung (MD) und in Maschinenquerrichtung (CMD) der
Bespannung betrachtet, die vereinzelt angeordneten
beschichteten Stellen auf der Ober- oder Unterseite
von nicht beschichteten Stellen auf der Ober- oder
Unterseite der Grundstruktur der Bespannung umge-
ben.

[0026] Die vereinzelt beschichteten Stellen auf der
Ober- oder Unterseite der Grundstruktur der Bespan-
nung kénnen bspw. punkiférmig oder streifenférmig
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ausgebildet sein.

[0027] Eine weitere besonders bevorzugte Weiter-
bildung der Erfindung sieht vor, dass die bereits be-
handelte Seite der Bespannung derart einer weiteren
Behandlung mit einem ein weiteres Precursormateri-
al enthaltenden Plasma ausgesetzt wird, dass auf der
behandelten Seite infolge der weiteren Behandlung
ein weiteres Beschichtungsmuster entsteht, welches
aus mit einer weiteren polymeren Beschichtung be-
schichteten Stellen sowie aus nicht mit der weiteren
polymeren Beschichtung beschichteten Stellen be-
steht, wobei die bei der weiteren Behandlung erzeug-
te weitere polymere Beschichtung durch Vernetzen
des bei der weiteren Behandlung verendeten Precur-
sormaterials gebildet und zumindest abschnittweise
chemisch an das Material der Grundstruktur auf die-
ser Seite und/oder die eine polymere Beschichtung
gebunden ist.

[0028] Bevorzugt wird die weitere Behandlung an
Stellen der bereits behandelten Seite durchgefiihrt,
die noch nicht mit der in vorhergehenden Schritt er-
zeugten einen polymeren Beschichtung beschichtet
sind. In diesem Fall ist die weitere Beschichtung che-
misch an das Material der Grundstruktur auf der be-
handelten Seite gebunden. Denkbar ist auch, dass
sich mit der einen Beschichtung beschichtete Stellen
und mit der weiteren Beschichtung beschichtete Stel-
len zumindest teilweise Uberlappen. In diesem Fall
kann die weitere Beschichtung chemisch an das Ma-
terial der Grundstruktur und an die vorher aufge-
brachte eine Beschichtung gebunden sein.

[0029] Wird die eine Seite bspw. zweimal mit jeweils
einem ein Precursormaterial enthaltenden Plasma
behandelt, so entsteht auf der behandelten Seite ein
erstes Beschichtungsmuster, welches aus mit einer
ersten polymeren Beschichtung beschichteten Stel-
len sowie aus nicht mit der ersten polymeren Be-
schichtung beschichteten Stellen gebildet ist, wobei
die erste polymere Beschichtung durch Vernetzen
des bei der ersten Behandlung verwendeten Precur-
sormaterials gebildet ist. Ferner entsteht auf der be-
handelten Seite ein zweites Beschichtungsmuster,
welches aus mit einer zweiten polymeren Beschich-
tung beschichteten Stellen sowie aus nicht mit der
zweiten polymeren Beschichtung beschichteten Stel-
len gebildet ist, wobei die zweite polymere Beschich-
tung durch Vernetzen des bei der zweiten Behand-
lung verwendeten Precursormaterials gebildet ist. In
diesem Fall wird das Gesamtmuster auf der behan-
delten Seite der Grundstruktur durch das erste und
das zweite Beschichtungsmuster gebildet.

[0030] Denkbar ist also, dass mehrere Beschich-
tungsvorgange gefahren werden, bei denen jeweils
Precursormaterial verschiedener Art Verwendung fin-
det und bei denen unterschiedliche Stellen der Ober-
seite oder der Unterseite der Bespannung beschich-
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tet werden.

[0031] Denkbar ist in diesem Zusammenhang
bspw., dass auf der behandelten Seite die beschich-
teten Stellen des einen Beschichtungsmusters im
Bereich von unbeschichteten Stellen des weiteren
Beschichtungsmusters angeordnet sind und dass die
beschichteten Stellen des weiteren Beschichtungs-
musters im Bereich von unbeschichteten Stellen des
einen Beschichtungsmusters angeordnet sind. In die-
sem Fall ist ferner denkbar, dass die beschichteten
Stellen des einen Beschichtungsmusters eine kleine-
re Erstreckung in MD und CMD haben als die unbe-
schichteten Stellen des weiteren Beschichtungsmus-
ters. Des Weiteren ist in diesem Fall denkbar, dass
die beschichteten Stellen des weiteren Beschich-
tungsmusters eine kleinere Erstreckung in MD und
CMD haben als die unbeschichteten Stellen des ei-
nen Beschichtungsmusters. Im letzt genannten Fall
ist bspw. denkbar, dass auf der behandelten Seite
Stellen erzeugt werden, die mit der einen oder weite-
ren Beschichtung beschichtet sind sowie Stellen die
Uberhaupt nicht beschichtet sind.

[0032] Es ist aber auch denkbar, dass sich die ver-
schiedenen Beschichtungen gegenseitig derart er-
ganzen, dass diese zusammen die behandelte Seite
vollstandig bedecken.

[0033] Nach einer weiteren alternativen oder zu-
satzlichen Ausgestaltung der Erfindung kann vorge-
sehen sein, dass die noch nicht beschichtete Seite
der Bespannung derart einer weiteren Plasmabe-
handlung mit einem weiteren Precursormaterial aus-
gesetzt wird, dass sich auf dieser Seite der Bespan-
nung durch Vernetzen des weiteren Precursormateri-
als ein weiteres Beschichtungsmuster aus beschich-
teten und unbeschichteten Stellen ausbildet, wobei
die bei der weiteren Behandlung erzeugte weitere po-
lymere Beschichtung durch Vernetzen des bei der
weiteren Behandlung verwendeten Precursormateri-
als gebildet und chemisch an das Material der Grund-
struktur auf dieser Seite gebunden ist.

[0034] Selbstverstandlich ist es denkbar, dass bei
den oben beschriebenen weiteren Beschichtungs-
mustern die beschichteten Stellen innerhalb des wei-
teren Beschichtungsmusters und/oder in Bezug zu
beschichteten Stellen eines anderen Beschichtungs-
musters vereinzelt angeordnet sein kénnen.

[0035] Dies bedeutet, dass bspw. die Ober- oder
Unterseite der Grundstruktur durch einen ersten Be-
schichtungsprozess an Stellen mit einer polymeren
Beschichtung versehen wird und durch einen weite-
ren Beschichtungsprozess an anderen Stellen mit ei-
ner weiteren polymeren Beschichtung versehen wird.

[0036] Vorzugsweise stellt die mit zumindest einem
Beschichtungsmuster versehene Oberseite der
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Grundstruktur die Papierseite der Bespannung be-
reit. In diesem Zusammenhang ist es denkbar, dass
die Unterseite der Grundstruktur, und zwar unabhan-
gig davon ob diese mit einem Beschichtungsmuster
versehen ist oder nicht, die Maschinenseite der Be-
spannung bereitstellt.

[0037] Des weiteren ist denkbar, dass die mit zumin-
dest einem Beschichtungsmuster versehene Unter-
seite der Grundstruktur die Maschinenseite der Be-
spannung bereit. In diesem Zusammenhang ist es
denkbar, dass die Oberseite der Grundstruktur, und
zwar unabhangig davon ob diese mit einem Be-
schichtungsmuster versehen ist oder nicht, die Pa-
pierseite der Bespannung bereitstellt.

[0038] In diesem Zusammenhang ist anzumerken,
dass die Papierseite die Seite der Bespannung ist,
aufder eine Papierbahn auf der Bespannung zur Auf-
lage kommt. Unter der Maschinenseite ist die Seite
der Bespannung zu verstehen, die mit der Papierma-
schine, d. h. bspw. mit Rollen, Walzen, Zylindern oder
dgl. der Papiermaschine in Kontakt tritt.

[0039] Denkbar ist, dass die vereinzelt angeordne-
ten beschichteten Stellen des oder der Beschich-
tungsmuster(s) statistisch oder unregelmalig oder
regelmaRig auf der Ober- oder Unterseite verteilt an-
geordnet sind. Ferner ist es denkbar, dass beschich-
tete Stellen innerhalb eines Beschichtungsmusters
unterschiedliche Gréfe haben. Des Weiteren ist es
denkbar, dass die beschichteten Stellen innerhalb ei-
nes Beschichtungsmusters die gleiche GréfRe haben.
Im letzt genannten Fall ist es aber méglich, dass die
beschichteten Stellen eines Beschichtungsmusters
eine andere GroRe haben als die beschichteten Stel-
len eines anderen Beschichtungsmusters.

[0040] Des Weiteren ist es denkbar, dass sich zu-
mindest einige, bevorzugt alle, der beschichteten
Stellen auf der Ober- oder Unterseite der Bespan-
nung in der Maschinenrichtung und/oder Maschinen-
querrichtung Gber maximal 20 mm, bevorzugt maxi-
mal 10 mm ausdehnen. Somit kdnnen die Oberfla-
cheneigenschaften bspw. der Ober- oder Unterseite
der Grundstruktur der Bespannung gezielt lokal be-
einflusst werden.

[0041] Beijeder Plasmabehandlung kénnen Precur-
sormolekile einer Art oder einer Mischung von ver-
schiedenen Arten verwendet werden. Im erst ge-
nannten Fall kann eine Beschichtung aus einem ver-
netzten Polymer gebildet werden. Im zweiten Fall
wird in einem einzigen Beschichtungsvorgang eine
Mischung aus Precursormolekilen verschiedener Art
verwendet, wodurch durch das Mischungsverhaltnis
und die Art der fir die Mischung verwendeten Precur-
sormolekile vernetzte Copolymere mit gezielt ein-
stellbaren Eigenschaften erhalten werden kénnen.
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[0042] Um die Eigenschaften der Ober- und/oder
Unterseite der Bespannung lokal gezielt beeinflussen
zu kénnen, sieht eine bevorzugte Weiterentwicklung
der Erfindung vor, dass bei der weiteren Plasmabe-
handlung der Ober- oder Unterseite Precursormole-
kile einer anderen Art oder eine andere Mischung
von Precursormolekilen als bei der vorangehenden
Plasmabehandlung der Ober- oder Unterseite ver-
wendet werden.

[0043] Das die Ober- und/oder Unterseite der
Grundstruktur bereitstellende Material ist in der Re-
gel ein Polymermaterial, insbesondere PE, PA, PET,
PEEK, PPS, PET. Die Grundstruktur kann bspw.
durch ein Gewebe oder Gelege oder Gewirke oder
Filz gebildet sein.

[0044] Vorteilhafterweise ist das Plasma ein atmos-
pharisches Plasma. Ein atmospharisches Plasma
kann ohne aufwandige Plasmabeschichtungskam-
mer, die oftmals ein Hochvakuum benétigt, betrieben
werden.

[0045] Als Prozessgas fur das atmosphéarische
Plasma wird bevorzugt ein Inertgas wie Argon oder
Stickstoff verwendet, mit welchem die bereits be-
schriebene Precursormolekile in und aus der Plas-
maquelle transportiert werden. Alternativ kann auch
Luft oder Sauerstoff oder Mischungen derer mit Inert-
gasen als Prozessgas eingesetzt werden.

[0046] Vorzugsweise ist das Plasma strahlférmig
ausgebildet und auf die Ober- oder Unterseite der
Grundstruktur gerichtet. Hierbei wird die Beschich-
tung an den Stellen der Ober- oder Unterseite der
Grundstruktur gebildet, an denen der Strahl auf die
Ober- oder Unterseite der Grundstruktur trifft.

[0047] Abhangig von der konkreten Ausbildung der
Beschichtungsvorrichtung kénnen durch den Plas-
mastrahl gleichzeitig mehrere verschiedene Stellen
der Ober- oder Unterseite beschichtet werden.

[0048] Denkbar ist bspw., dass eine Maske verwen-
det wird, die fir den Plasmastrahl bereichsweise
transparent und bereichsweise nicht transparent ist,
so dass im Ergebnis durch die Maske selektierte Stel-
len der Ober- oder Unterseite der Grundstruktur
durch den Plasmastrahl gleichzeitig beschichtet wer-
den und andere Stellen dieser Seite der Bespannung
vor der Einwirkung durch den Plasmastrahl geschutzt
sind, wobei die Anordnung der beschichteten Stellen
dem Muster der Maske entspricht. Denkbar ist in die-
sem Zusammenhang, die Maske als eine Siebdruck-
walze auszubilden, durch deren Offnungen Teile des
Plasmastrahls hindurch treten kénnen und durch de-
ren Mantelmaterial die Einwirkung des Plasmastrahls
auf die Ober- oder Unterseite der Grundstruktur ver-
hindert wird.
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[0049] Alternativ dazu ist denkbar, dass durch den
Plasmastrahl verschiedene Stellen der Ober- oder
Unterseite der Grundstruktur in zeitlicher Abfolge
nacheinander beschichtet werden. Dies ist bspw.
dann der Fall, wenn der Plasmastrahl zwischen auf-
einander folgenden Plasmabehandlungen oder wah-
rend einer Plasmabehandlung in Maschinenrichtung
und/oder in Maschinenquerrichtung der Bespannung
relativ zur Grundstruktur bewegt wird.

[0050] Hierbei kann die Relativbewegung zwischen
Plasmastrahl und Grundstruktur kontinuierlich erfol-
gen, so dass der Plasmastrahl kontinuierlich Gber die
zu beschichtende Seite der Grundstruktur streicht.
Denkbar ist aber auch, dass die Relativbewegung
zwischen dem Plasmastrahl und Grundstruktur in
diskreten Schritten erfolgt.

[0051] Der das Precursormaterial enthaltende Plas-
mastrahl hat bei seinem Auftreffen auf die Ober- oder
Unterseite der Grundstruktur vorzugsweise einen
Durchmesser, der Kleiner ist als die Ausdehnung der
Bespannung in MD und CMD. Vorzugsweise ist der
Durchmesser des Plasmastrahls zumindest 100 oder
zumindest 1000 mal kleiner als die Ausdehnung der
Grundstruktur der Bespannung in MD und CMD. Der
Durchmesser des auf die Ober- oder Unterseite der
Grundstruktur der Bespannung auftreffenden Plas-
mastrahls kann bspw. im Bereich von 0,1-1,5 cm lie-
gen.

[0052] Der Plasmastrahl kann zeitlich kontinuierlich
oder diskontinuierlich auf die Ober- oder Unterseite
der Grundstruktur einwirken. Zur diskontinuierlichen
Beschichtung kann der Plasmastrahl dadurch ge-
pulst sein, indem die Zuflhrung der Precursormole-
kile zur Plasmaquelle gepulst wird, wodurch der
Plasmastrahl pulsierend Precursormaterial flihrt und
nicht fuhrt. Das Auftreffen des Plasmastrahls auf die
Ober- oder Unterseite der Grundstruktur kann auch
durch einen Chopper — auch Lochscheibe genannt —,
die zwischen der zu beschichtenden Seite der Grund-
struktur und der Plasmaquelle angeordnet ist, ge-
pulst bzw. zeitlich unterbrochen werden.

[0053] Es ist denkbar, dass der Plasmastrahl wah-
rend der Relativbewegung zur Grundstruktur kontinu-
ierlich auf die Ober- oder Unterseite der Grundstruk-
tur trifft oder aber dass der Plasmastrahl wahrend der
Relativbewegung zur Grundstruktur diskontinuierlich,
d. h. gepulst, betrieben wird.

[0054] Nach einem zweiten Aspekt der Erfindung
wird die Aufgabe durch eine Grundstruktur mit einer
Ober- und einer Unterseite umfassenden Papierma-
schinenbespannung geldst, bei der auf der Ober-
oder Unterseite zumindest ein Beschichtungsmuster
gebildet ist, wobei das zumindest eine Beschich-
tungsmuster aus mit einer polymeren Beschichtung
beschichteten Stellen sowie aus nicht mit der poly-
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meren Beschichtung beschichteten Stellen besteht,
und die polymere Beschichtung durch ein vernetztes
Precursormaterial gebildet ist, das chemisch an das
die Ober- oder Unterseite der Grundstruktur bildende
Material gebunden ist.

[0055] Vorzugsweise sind die beschichteten Stellen
zueinander vereinzelt auf der Ober- oder Unterseite
der Grundstruktur der Bespannung angeordnet. Dies
bedeutet, dass in Maschinenrichtung (MD) und/oder
in Maschinenquerrichtung (CMD) der Grundstruktur
betrachtet, jede beschichtete Stelle von einer nicht
beschichteten Stelle umgeben ist.

[0056] Nach einem dritten Aspekt der Erfindung
wird eine Vorrichtung vorgeschlagen mit der das er-
findungsgeméale Verfahren durchgefihrt werden
kann. Die Vorrichtung zum Beschichten der Ober-
oder Unterseite einer Grundstruktur einer Bespan-
nung hat eine Plasmaquelle die einen Plasmastrahl
erzeugt, der auf die zu beschichtete Ober- oder Un-
terseite der Grundstruktur gerichtet ist. Ferner sind
bei der erfindungsgemalfien Vorrichtung die Plasma-
quelle und die Grundstruktur der Bespannung in Ma-
schinenrichtung (MD) und/oder in Maschinenquer-
richtung (CMD) der Bespannung relativ zueinander
bewegbar.

[0057] Vorzugsweise erzeugt die Plasmaquelle
hierbei ein atmospharisches Plasma.

[0058] Die erfindungsgemafie Vorrichtung kann
ausgelegt sein, dass die Relativbewegung zwischen
Plasmaquelle und Grundstruktur der Bespannung
kontinuierlich erfolgen kann. Alternativ dazu kann die
Vorrichtung so ausgelegt sein, dass die Relativbewe-
gung zwischen Plasmaquelle und Grundstruktur der
Bespannung schrittweise erfolgen kann.

[0059] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von
schematischen nicht malstablichen Zeichnungen
weiter erlautert. Es zeigen

[0060] Eig.1 eine erste Ausfuhrungsform einer er-
findungsgemafen Bespannung,

[0061] Eig. 2 eine zweite Ausfiihrungsform einer er-
findungsgemafien Bespannung,

[0062] Eig. 3 eine dritte Ausfihrungsform einer er-
findungsgemalien Bespannung,

[0063] Fig.4 eine Ausfihrungsform einer erfin-
dungsgemalen Vorrichtung zur Durchfihrung des
erfindungsgemafen Verfahrens.

[0064] Die Fig. 1 zeigt eine erste Ausfiihrungsform
einer erfindungsgemaflen Papiermaschinenbespan-
nung 1 mit einer Grundstruktur 6, deren Oberseite 2
mit dem erfindungsgemafRen Verfahren mit einer po-
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lymeren Beschichtung 3 beschichtet wurde.

[0065] Vorliegend stellt die mit der polymeren Be-
schichtung 3 beschichtete Oberseite 2 der Grund-
struktur 6 die Papierseite der Bespannung 1 bereit-
stellt.

[0066] Beider Papiermaschinenbespannung 1 han-
delt es sich vorliegend um ein impermeables Pro-
zessband, d. h. ein Glatt-, oder ENP- oder Transfer-
band mit einer lastaufnenmenden Basisstruktur, die
beidseitig von einer polymeren Grundbeschichtung 5§
ummantelt ist. Die Grundbeschichtung 5 kann hierbei
bspw. im Bereich von 1-6 mm dick sein. Erfindungs-
gemal ist die Oberseite 2 der Bespannung nur teil-
weise mit der polymeren Beschichtung 3 beschichtet,
indem bei der Beschichtung die Oberseite 2 nur teil-
weise einer Behandlung mit einem ein Precursorma-
terial enthaltenden Plasma unterzogen wurden, wo-
durch sich die Beschichtung 3 nur an den behandel-
ten Stellen 4 der Oberseite 2 ausbildet hat.

[0067] Dies bedeutet, dass auf der Oberseite 2 ein
Beschichtungsmuster gebildet ist, welches aus mit
der polymeren Beschichtung 3 beschichteten Stellen
sowie aus nicht mit der polymeren Beschichtung 3
beschichteten Stellen 7 besteht. Die polymere Be-
schichtung 3 ist hierbei erfindungsgemaf durch Ver-
netzen des Precursormaterials gebildet und che-
misch an das die Oberseite 2 der Grundstruktur 6 bil-
dende Material, d. h. an die Grundbeschichtung 5,
gebunden.

[0068] Man erkennt, dass vorliegend die beschich-
teten Stellen 4 zueinander vereinzelt und unregelma-
Rig verteilt auf der Oberseite 2 der Grundstruktur 6
der Bespannung 1 angeordnet sind. Weiter erkennt
man, dass die beschichteten Stellen 4 punktférmig
ausgebildet sind. Ferner haben bevorzugt alle der be-
schichteten Stellen 4 auf der Oberseite 2 der Grund-
struktur 6 einen Durchmesser von maximal 20 mm, d.
h. die punktférmig ausgebildeten beschichteten Stel-
len 4 dehnen sich in MD und CMD Richtung der
Grundstruktur 6 der Bespannung Uber maximal 20
mm, bevorzugt maximal 10 mm, aus.

[0069] Das verwendete Precursormaterial ist aus
Precursormolekilen gebildet, die untereinander und
mit dem die Oberseite 2 der Grundstruktur 6 bilden-
den Material 5 unter Ausbildung der polymeren Be-
schichtung 3 in Form eines Polymers oder Copoly-
mers vernetzt sind.

[0070] Bei dem die Oberseite 2 der Grundstruktur 6
bildenden Material 5 kann es sich vorliegend bspw.
um Polyurethan handeln, welches die die Basisstruk-
tur ummantelnde Grundbeschichtung 5 bildet. Die Di-
cke der selektiert auf die Oberseite 2 der Grundstruk-
tur 6 gebrachten polymeren Beschichtung 3 kann
vorliegend im Bereich von 10 nm bis 30 ym liegen, ist
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also deutlich diinner als die PU-Grundbeschichtung
5.

[0071] Die polymere Beschichtung 3 hat insbeson-
dere eine andere Oberflachenenergie als das die
Oberseite 2 der Grundstruktur 6 bildenden Material 5.

[0072] Die Eig. 2 zeigt eine weitere Ausfiihrungs-
form einer erfindungsgemalfien Papiermaschinenbe-
spannung 10 mit einer durch das erfindungsgemalie
Beschichtungsverfahren auf die Oberseite 12 der
Grundstruktur 16 Bespannung aufgebrachten poly-
meren Beschichtung 13. Bei der Papiermaschinen-
bespannung 10 handelt es sich vorliegend um ein
Trockensieb. Die Grundstruktur 6 des Trockensiebs
wird vorliegend durch ein permeables Gewebe be-
reitgestellt. Das Gewebe 16 ist vorliegend aus Faden
11 gewoben, die als Monofilamente oder Mulitfila-
mente ausgebildet sein kénnen. Die Faden 11 kon-
nen aus PE bestehen. Erfindungsgemal wurde die
Oberseite 12 mit einem ein Precursormaterial enthal-
tenden Plasma derart behandelt, dass auf der behan-
delten Oberseite 12 ein Beschichtungsmuster gebil-
det ist, welches aus mit der polymeren Beschichtung
13 beschichteten Stellen 14 sowie aus nicht mit der
polymeren Beschichtung 13 beschichteten Stellen 17
gebildet ist, wobei die polymere Beschichtung 13
durch Vernetzen des Precursormaterials gebildet und
chemisch an das die Oberseite der Grundstruktur 16
bildende Material 15 gebunden ist.

[0073] Die Oberseite 12 der Grundstruktur 16 der
Bespannung 10 ist nur teilweise mit der polymeren
Beschichtung 13 beschichtet, indem bei der Be-
schichtung Stellen 14 der Oberseite 12 einer Be-
handlung mit einem ein Precursormaterial enthalten-
den Plasma unterzogen wurden und andere Stellen
17 der Oberseite 12 nicht mit dem Plasma behandelt
wurden, so dass sich die Beschichtung 13 nur an den
der Behandlung ausgesetzten Stellen 14 der Ober-
seite 12 ausbildet hat.

[0074] Man erkennt, dass vorliegend die beschich-
teten Stellen 14 zueinander vereinzelt und regelma-
Rig verteilt auf der Oberseite 12 der Bespannung 10
angeordnet sind. Vorliegend stellt die teilweise be-
schichtete Oberseite 12 der Grundstruktur die Pa-
pierseite der Bespannung 10 bereit. Vorliegend sind
die beschichteten Stellen 14 an den Kreuzungsstel-
len der Gewebefaden 11 angeordnet.

[0075] Das verwendete Precursormaterial ist aus
Precursormolekulen gebildet, die untereinander und
mit dem die Oberseite 12 der Grundstruktur 16 bil-
denden Material 15, dieses entspricht vorliegend
dem Fadenmaterial des Gewebes, unter Ausbildung
einer polymeren Beschichtung 13 in Form eines Po-
lymers oder Copolymers vernetzt sind.

[0076] Die Dicke der auf die Oberseite 12 der
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Grundstruktur 16 gebrachten polymeren Beschich-
tung 13 kann vorliegend im Bereich von 10 nm bis 30
pm liegen.

[0077] Die polymere Beschichtung 13 hat insbeson-
dere eine andere Rauhigkeit und/oder Oberflachene-
nergie als das die Oberseite 12 der Grundstruktur 16
bildende Material 15.

[0078] Bei den in den Eig. 1 und Eig. 2 gezeigten
Ausflhrungsbeispielen wurde die jeweilige Oberseite
der Grundstruktur nur ein mal einer Beschichtungs-
behandlung ausgesetzt, weshalb bei beiden Ausflh-
rungsformen die jeweils aufgebrachte polymere Be-
schichtung nur einen Teil der Oberseite bedeckt und
Stellen gebildet sind, die lberhaupt nicht beschichtet
sind.

[0079] Die Fig. 3 zeigt eine weitere Ausflhrungs-
form einer erfindungsgemafen Papiermaschinenbe-
spannung 20.

[0080] Die Papiermaschinenbespannung 20 hat
eine Grundstruktur 27 mit einer Oberseite 22 und ei-
ner nicht dargestellten Unterseite.

[0081] Vorliegend wurde die Oberseite 22 zwei
Plasmabehandlungen ausgesetzt, wobei bei jeder
Plasmabehandlung ein Beschichtungsmuster gebil-
det wurde, so dass sich das Gesamtbeschichtungs-
muster auf der Oberseite 22 aus den beiden einzel-
nen Beschichtungsmustern zusammensetzt.

[0082] Konkret wurde bei den beiden Plasmabe-
handlungen wie folgt vorgegangen.

[0083] In einem ersten Schritt wurde die Oberseite
22 mit einem ein erstes Precursormaterial enthalten-
den Plasma derart behandelt, dass auf der Oberseite
ein Beschichtungsmuster entstanden ist, welches
aus mit einer ersten polymeren Beschichtung 23 be-
schichteten Stellen 25 sowie aus nicht mit der ersten
polymeren Beschichtung 23 beschichteten Stellen 28
gebildet ist. In einem zweiten, dem ersten nachfol-
genden Schritt wurde die bereits behandelte Ober-
seite 22 der Grundstruktur 27 derart einer weiteren
Behandlung mit einem ein zweites Precursormaterial
enthaltenden Plasma ausgesetzt, dass auf der Ober-
seite 22 infolge der weiteren Behandlung ein weiteres
Beschichtungsmuster entstanden ist, welches aus
mit einer zweiten polymeren Beschichtung 24 be-
schichteten Stellen 26 sowie aus nicht mit der zwei-
ten polymeren Beschichtung 24 beschichteten Stel-
len 29 besteht.

[0084] Wie aus der Darstellung der Fig. 3 zu ent-
nehmen ist, sind auf der Oberseite 22 die mit der ers-
ten Beschichtung 23 beschichteten Stellen 25 des ei-
nen Beschichtungsmusters im Bereich von nicht mit
der zweiten Beschichtung 24 beschichteten Stellen
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29 angeordnet. Ferner sind die mit der zweiten Be-
schichtung 24 beschichteten Stellen 26 im Bereich
von nicht mit der ersten Beschichtung 23 beschichte-
ten Stellen 28 angeordnet. Ferner haben die mit der
ersten Beschichtung 23 beschichteten Stellen 25
eine kleinere Erstreckung in MD und CMD als die
nicht mit der zweiten Beschichtung 24 beschichteten
Stellen 29 des weiteren Beschichtungsmusters. Des
Weiteren haben die mit der zweiten Beschichtung 24
beschichteten Stellen 26 des weiteren Beschich-
tungsmusters eine kleinere Erstreckung in MD und
CMD als die nicht mit der ersten Beschichtung 23 be-
schichteten Stellen 28 des einen Beschichtungsmus-
ters.

[0085] Um Beschichtungen 23, 24 mit unterschiedli-
chen Eigenschaften, wie bspw. Oberflachenenergie,
zu erhalten ist es von Vorteil, wenn das zweite Pre-
cursormaterial durch Precursormolekile einer ande-
ren Art oder durch eine andere Mischung von Precur-
sormolekilen gebildet ist, als das bei der ersten Be-
schichtungsbehandlung verwendete erste Precursor-
material.

[0086] Die Eig. 4 zeigt eine erfindungsgemale Vor-
richtung mit der das erfindungsgemafRe Verfahren
zum Erzeugen einer polymeren Beschichtung auf der
Ober- oder Unterseite einer Grundstruktur einer Pa-
piermaschinenbespannung durchgefiihrt werden
kann in perspektivischer Darstellung.

[0087] Die Vorrichtung 100 umfasst eine Plasma-
quelle 101, die einen Plasmastrahl 102 erzeugt, der
auf eine zu beschichtete Seite 103, vorliegend die
Oberseite, einer Grundstruktur 104 einer Bespan-
nung 112 gerichtet ist. Die Energie, Strahlgeometrie,
usw. der Plasmaquelle 101 kann durch eine Steuer-
einheit 110 geregelt werden. Ferner ist die Plasma-
quelle 101 mit einer Dosiereinheit 111 zur Zudosie-
rung des Precursormaterials verbunden.

[0088] Erfindungsgemal sind die Plasmaquelle 101
und die Grundstruktur 104 in Maschinenrichtung
(MD) und/oder in Maschinenquerrichtung (CMD) der
Grundstruktur 104 relativ zueinander bewegbar. Die
Plasmaquelle 101 erzeugt ein atmospharisches Plas-
ma.

[0089] Zur teilweisen Beschichtung der Oberseite
103 wird der Plasmastrahl 102 nur auf die Stellen 106
der zu beschichtenden Oberseite 102 der Grund-
struktur 104 gerichtet, die zu beschichten sind. Hier-
zu ist der Plasmastrahl 102 in CMD traversierbar und
die Grundstruktur 104 kann in Laufrichtung L entlang
der Maschinenrichtung (MD) der Grundstruktur 104
bewegt werden. Vorliegend ist die Grundstruktur 104
als Endlosschleife zwischen zwei zueinander paralle-
len Walzen 108 und 109 gespannt.

[0090] Mit dem erfindungsgemafRien Verfahren wird
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vorliegend eine polymere Beschichtung 105 auf der
Oberseite 103 der Grundstruktur 104 der Papierma-
schinenbespannung 110 erzeugt, hierzu werden
Stellen 105 der Oberseite 103 mit dem ein Precursor-
material enthaltenden Plasmastrahl behandelt, wo-
durch sich die Beschichtung 105 nur an den behan-
delten Stellen 106 der Oberseite 103 ausbildet. Im
Ergebnis wird die zu beschichtende Oberseite 103
nur teilweise mit der polymeren Beschichtung 105
versehen. Dies bedeutet, dass die Oberseite 103 an
den Stellen 105 mit einer Beschichtung versehen ist
und dass die restliche Oberflache 107 unbeschichtet
ist.

[0091] Vorliegend wird der das Precursormaterial
enthaltende Plasmastrahl 102 diskontinuierlich auf
die zu beschichtende Oberseite 103 der Grundstruk-
tur gerichtet. Hierzu wird durch zueinander relative
Bewegung der Plasmaquelle 101 und der Grund-
struktur 104 die Plasmaquelle 101 in zeitlicher Abfol-
ge von einer zu beschichtenden Stelle 106 zur nachs-
ten zu beschichtenden Stelle 106 der Oberseite 103
der Grundstruktur 104 bewegt. Hat die Plasmaquelle
eine der zu beschichtenden Stellen 106 erreicht, wird
der das Precursormaterial enthaltende Plasmastrahl
102 auf diese Stelle 106 gerichtet, wodurch sich die
polymere Beschichtung 105 an der Stelle 106 ausbil-
det, indem die Precursormolekile untereinander und
mit dem Material der Oberseite 103 der Grundstruk-
tur 104 vernetzen. Bei der relativen Bewegung der
Plasmaquelle 101 zwischen zwei zu beschichtenden
Stellen 106 wird die Oberseite 103 nicht mit dem das
Precursormaterial enthaltenden Plasmastrahl 102
beaufschlagt. Dies kann bspw. dadurch geschehen,
dass der Plasmaquelle 101 wahrend der Bewegung
durch die Dosiereinheit 111 kein Precursormaterial
zugefuhrt wird. Dies kann aber auch dadurch gesche-
hen, dass wahrend dieser Zeit der Plasmastrahl zwi-
schen der Plasmaquelle und der Oberseite unterbro-
chen wird, indem bspw. eine Platte zwischen die
Plasmaquelle 101 und der Oberseite 103 eingescho-
ben wird unterbricht.

[0092] Bei dem in der Eig. 4 gezeigten Verfahren

sind die beschichteten Stellen 105 zueinander ver-
einzelt auf der Oberseite 103 angeordnet.
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Beschichten einer Papierma-
schinenbespannung umfassend die folgenden
Schritte:

a) Bereitstellen einer Bespannung mit einer Ober-
und Unterseite und

b) Behandlung der Ober- oder Unterseite mit einem
ein Precursormaterial enthaltenden Plasma derart,
dass auf der behandelten Seite ein Beschichtungs-
muster entsteht, welches aus mit einer polymeren
Beschichtung beschichteten Stellen sowie aus nicht
mit der polymeren Beschichtung beschichteten Stel-
len gebildet ist, wobei die polymere Beschichtung
durch Vernetzen des Precursormaterials gebildet und
chemisch an das diese Seite der Grundstruktur bil-
dende Material gebunden ist.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Precursormaterial zur Ausbildung
der polymeren Beschichtung untereinander und/oder
mit dem Material vernetzt ist, durch das die der Plas-
mabehandlung ausgesetzte Seite der Grundstruktur
gebildet ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die beschichteten Stellen zu-
einander vereinzelt auf der Ober- oder Unterseite der
Bespannung angeordnet sind.

4. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die bereits be-
handelte Seite der Grundstruktur derart zumindest ei-
ner weiteren Behandlung mit einem ein weiteres Pre-
cursormaterial enthaltenden Plasma ausgesetzt wird,
dass auf der behandelten Seite infolge der weiteren
Behandlung ein weiteres Beschichtungsmuster ent-
steht, welches aus mit einer weiteren polymeren Be-
schichtung beschichteten Stellen sowie aus nicht mit
der weiteren polymeren Beschichtung beschichteten
Stellen besteht, wobei die bei der weiteren Behand-
lung erzeugte weitere polymere Beschichtung durch
Vernetzen des bei der weiteren Behandlung verwen-
deten Precursormaterials gebildet und chemisch an
das diese Seite der Grundstruktur bildende Material
gebunden ist.

5. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die noch nicht
beschichtete Seite der Bespannung derart einer wei-
teren Plasmabehandlung mit einem weiteren Precur-
sormaterial ausgesetzt wird, dass sich auf dieser Sei-
te der Bespannung durch Vernetzen des weiteren
Precursormaterials ein weiteres Beschichtungsmus-
ter aus beschichteten und unbeschichteten Stellen
ausbildet.

6. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Precursor-
material Precursormolekiile einer Art oder einer Mi-

2009.12.31

schung von verschiedenen Arten von Precursormole-
kilen umfasst.

7. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das weitere Pre-
cursormaterial Precursormoleklle einer anderen Art
oder eine andere Mischung von Precursormolekilen
als das bei der vorangehenden Plasmabehandlung
verwendetete Precursormaterial umfasst.

8. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das die Ober-
oder Unterseite der Grundstruktur bildende Material
ein Polymermaterial, insbesondere PE, PA, PET,
PEEK, PPS, PET oder PU enthalt oder ist.

9. Verfahren nach einem der vorherigen Anspri-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die mit zumin-
dest einer polymeren Beschichtung beschichtete
Oberseite der Grundstruktur die Papierseite der Be-
spannung bereitstellt.

10. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die mit der
zumindest einer polymeren Beschichtung beschich-
tete Unterseite der Grundstruktur die Maschinenseite
der Bespannung bereitstellt.

11. Verfahren nach einem der vorherigen Anspru-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die beschichte-
ten Stellen punktférmig oder streifenférmig ausgebil-
det sind.

12. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass sich zumin-
dest einige, bevorzugt alle, der beschichteten Stellen
auf der Ober- oder Unterseite der Grundstruktur in ei-
ner Richtung Gber maximal 20 mm, bevorzugt maxi-
mal 10 mm ausdehnen.

13. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
ein atmospharisches Plasma ist.

14. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass das Plasma
strahlférmig ausgebildet und auf die Ober- oder Un-
terseite der Grundstruktur gerichtet ist.

15. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, dass durch den
Plasmastrahl gleichzeitig mehrere verschiedene
Stellen der Ober- oder Unterseite beschichtet wer-
den.

16. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass durch den
Plasmastrahl verschiedene Stellen der Ober- oder
Unterseite in zeitlicher Abfolge nacheinander be-
schichtet werden.
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17. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasma-
strahl einen Durchmesser im Bereich von 0,1-1,5 cm
hat.

18. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass zur Erzeu-
gung des Plasmastrahls eine Plasmaquelle verwen-
det wird, die bei der Durchfiihrung des Verfahrens in
Maschinenrichtung und/oder in Maschinenquerrich-
tung der Grundstruktur der Bespannung relativ zur
Grundstruktur bewegt wird.

19. Verfahren nach einem der vorherigen An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Plasma-
strahl zeitlich kontinuierlich oder diskontinuierlich auf
die Ober- oder Unterseite einwirkt.

20. Papiermaschinenbespannung, die eine
Grundstruktur mit einer Ober- und einer Unterseite
umfasst, wobei auf der Ober- oder Unterseite zumin-
dest ein Beschichtungsmuster gebildet ist und das
zumindest eine Beschichtungsmuster aus mit einer
polymeren Beschichtung beschichteten Stellen so-
wie aus nicht mit der polymeren Beschichtung be-
schichteten Stellen besteht und die polymere Be-
schichtung durch ein vernetztes Precursormaterial
gebildet ist, das chemisch an das die Ober- oder Un-
terseite der Grundstruktur bildende Material gebun-
den ist.

21. Ober- oder Unterseitenbeschichtete Papier-
maschinenbspannung nach Anspruch 20, dadurch
gekennzeichnet, dass die beschichteten Stellen zu-
einander vereinzelt auf der Ober- oder Unterseite der
Grundstruktur der Bespannung angeordnet sind.

22. Vorrichtung zum Beschichten der Ober- oder
Unterseite einer Papiermaschinenbespannung, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vorrichtung eine
Plasmaquelle umfasst, die einen Plasmastrahl er-
zeugt, der auf die zu beschichtete Ober- oder Unter-
seite der Bespannung gerichtet ist und die Plasma-
quelle und die Bespannung in Maschinenrichtung
(MD) und/oder in Maschinenquerrichtung (CMD) der
Bespannung relativ zueinander bewegbar sind.

23. Vorrichtung nach Anspruch 22, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Plasmaquelle ein atmospha-
risches Plasma erzeugt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen

12/16



DE 10 2008 040 035 A1 2009.12.31

Anhédngende Zeichnungen

Fig.1
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Fig.2
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